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Sposéb miedziowania eléktrolitycznego otworéw skrosnych
w plytkach z taczeniami drukowanymi

Przedmiotem wynalazku jest sposéb miedziowania elektiolitycznego otworéw skro$nych w ptytkach z po-
taczeniami drukowanymi.

Podczas wytwarzania plytek montazowych zasadnicza operacja decydujgca o niezawodnosci obwodéw
drukowanych jest metalizacja miedzia otworéw skrosnych taczacych sciezki przewodzace na poszczegdlnych
plaszczyznach z potgczeniami drukowanymi. Plytki tworzg material warstwowy, skladajg si¢ z dielektryka
i miedzi, materiatéw o réznych wspétczynnikach rozszerzalnosci w temperaturze lutowania 260°C. W tej tempe-
raturze wspllczynnik rozszerzalnosci dielektryka jest trzy razy wigkszy od wspétczynnika rozszerzalnosci mie-
dzi. Pod wptywem temperatury w warstwie miedzi w otworze skrosnym, na jego krawedziach powstaja napreze-
nia $cinajace, ktérych dziatanie niszczace poteguje nieréwnomiernosé grubosci powtoki w otworze. Powoduje to
peknigcie warstwy miedzi, co przyczynia si¢ do powstawania przerw w potaczeniu elektrycznym. Dlatego po-
wloki miedziane naktadane elektrolitycznie powinny by¢ plastyczne, o wydtuzeniu wigkszym od 6% i o réwno-
miernej grubosci warstwy w otworze, przy zdolnosci krycia zblizonej do stosunku 1:1 grubosci w otworze do
grubosci warstwy na powierzchni plyty.

Znana kapiel siarczanowa o duzym ste¢zeniu jonéw miedzianych byla pierwsza kapiela, jaka zostata wyko-
rzystana do elektrolityeznego miedziowania ptytek drukowanych. Jednak jej gtéwna wad¢ stanowi mala zdol-
no$¢ krycia otworéw ponizej srednicy 1,3 mm i mata plastycznosé powtoki.

Rozwdj elektroniki, miniaturyzacja sprzetu elektronicznego spowodowata zapotrzebowanie na plytki
z otworami nawet o srednicy 0,8 mm.

Zwighszone wyinagania spetnia plastyczna warstwa miedzi z kapieli pirofosforanowej o duzej zdolnosci
krycia. Proces jej naktadania jest jednak uciazliwy ze wzgledu na wysoka temperaturg kapieli wynoszaca 55°C
i sktada si¢ z drogich surowcéw. .

Zastosowanie kapieli siarczanowej o malym stg¢zeniu joné6w miedziowych, o duzym st¢zeniu kwasu siarko-
wego pozwala na ponowne uzycie tej kapieli do miedziowania ptytek drukowanych o zwigkszonych wymaga-
niach.
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Celem wynalazku jest opracowanie sposobu, ktory pozwoli na uzyskanie w otworze plastycznej warstwy
miedzi o rwnomiernej grubosci.
o____,_Spnsob-wedtug wynalazku polega na tym, Ze na ptytki laminatu z otworami pokrytymi warstwy przewo-
. dzaca nanosi si¢ miedZ z elektrolitu sporzadzonego przez kolejne dodawanie siarczanu miedziowego uwodnione-
{ go wilosci od 55 g/i do 100 g/1, kwasu siartkowego stgzonego od 130 g/l do 220 g/1, chlorku sodowegc lub kwasu
! solnego w przeliczeniu na Cl od 0,01 g/l do 0,06 g/1 i produktow inwersji mieszaniny dekstryny w przeliczeniu na
: - suchg masg proszkow od 0,001 g/ do 0,4 g/l. Naktadanie miedzi dokonuje si¢ z gestoscia pradu od 0,5 A/dem?
~-36'4,5 A/dm? i umiarkowanym mieszaniu elektrolitu powietrzem.
Rozwigzanie wedtug wynalazku daje powtoki miedziane o duzej wgtebnosci i wydtuzalnosci od 14-20%.
Pozwala na metalizowanie otworéw o srednicy 0,3 mm przy grubosci laminatu 1,5 mm. Sktadniki kapieli galwa-
‘nicznej s tatwo dostgpne i ekonomiczne. Sposéb wedtug wynalazku daje gwarancj¢ powtoki o réwnomiernej
grubosci na krawedziach otwordw.
Przyk1tad.Parti¢ ptytek z laminatu grubosci 1,6 mm z otworami srednicy 0,9 mm pokrywa si¢ miedzia
w elektrolicie sporzadzonym przez kolejne dodawanie sktadnik6w i mieszanie siarczanu miedziowego uwodnione-
go 75 g/l, kwasu siarkowego st¢zonego 190 g/1, chlorku sodowego jako Cl 0,022 g/l, produktéw inwersji mieszani-
ny dekstryny w przeliczeniu na suchg substancj¢ 0,05 g/l. Miedz naktada sig z gestoscia pradu 2,3 A/dm?
i uzyskuje powtoke miedzi grubosci na powierzchni 17 um a w otworach 16 um.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb mledmowama elektrolitycznego otworéw skrosnych w ptytkach z potaczeniami drukowanymi
z metahzowanyrru otworami, znamienny ty m, Ze na ptytki z dielektryka pokrytego warstwami przewo-
dzacymi nanosi si¢ miedZ z elektrolitu sporzadzonego. przez kolejne dodawanie siarczanu miedziowego uwodnio-
nego wilosci od 55 g/l do 100 g/1, kwasu siarkowego stezonego od 130 g/l do 220 g1, chlorku sodowego lub
kwasu solnego w przeliczeniu na Cl od 0,01 g/l do 0,06 g/l i produktéw inw.rsji mieszaniny dekstryny w przeli-
czeniu na suchg mase produktéw od 0,001 g/l do 0,4 g/l oraz miedZ naktada si¢ gestoscig pradu od 0,5 A/dm?
do 4,5 A/dm? z umiarkowanym mieszaniem elextrolitu powietrzem.
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